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ME8608 

  单通道线性恒流驱动 LED 控制芯片 ME8608 

概述                                               

ME8608是一款单通道恒流驱动LED控制芯片，

集成启动电路与 500V 高压 MOS 管。输出电流可由

外接 RSET 电阻精确设定为 5mA~60mA。该芯片可

用于驱动由市电供电的 LED 灯串。系统结构简单，

芯片外围电路元件很少，成本低。 

ME8608 具有过温调节功能。当输入电压过高，或输

出电流较大，芯片温度升高时，该功能可降 LED 电

流。防止系统热损坏。 

 

特点 

● 具有过温保护调节功能 

● 超快LED启动 

● 内置500V高压MOS管 

● 输出电流可外部设定，范围5mA~60mA 

● 应用电路元件少，系统方案简单 

● 芯片可与 LED 共用 PCB 板 

● 系统无磁性元件，无 EMI 问题 

 

 

 

应用场合                                 

● LED球泡灯                                           

● LED日光灯管 

● LED路灯照明  

封装形式 

● 3-pin   TO252-2 , SOT89-3 ,SOT223 

● 8-pin   ESOP8  
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选购指南 

版本

ME 86 08

封装形式

公司标识

产品类别

产品品种

X GX
环保标识

  K3:TO252-2

  B3:SOT223

     P:SOT89-3

SP:ESOP8

 

产品型号 产品说明 

ME8608AK3G 过温保护点 110℃;封装形式：TO252-2 

ME8608BK3G 过温保护点 130℃;封装形式：TO252-2 

ME8608AB3G 过温保护点 110℃;封装形式：SOT223 

ME8608APG 过温保护点 110℃;封装形式：SOT89-3 

ME8608ASPG 过温保护点 110℃;封装形式：ESOP8 

芯片脚位图 

     

1 2 3

OUT GND RSET
        

        TO252-2               SOT89-3              SOT223                     ESOP8 
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脚位功能说明 

PIN 脚位 符号名 功能说明 

1 OUT 芯片与LED灯接口，电压输入及恒流输出端口 

2 GND 芯片接地端 

3 RSET 芯片输出电流设置端，端口接电阻到地 

芯片内部结构图 

电压参考
（Voltage Reference）

过温保护

Vref启
动
电
路

OUT

GND

恒流控制电路

RSET

供电电压

恒流输出

 

图 1.芯片内部结构 

绝对最大额定值（1） 

参数 极限值 单位 

OUT端口电压：VOUT -0.5~500 V 

OUT端口电流：IOUT 5~60 mA 

工作温度范围 -40～+120 ºC 

储存温度范围 -50～+150 ºC 

热阻（2）：θTHJA 74.9 ºC/W 

注意：（1）绝对最大额定值是本产品能够承受的最大物理伤害极限值，请在任何情况下勿超出该额定值。 

  （2）芯片要焊接在面积为 200
2mm 的铜箔散热的 PCB 板上、铜箔厚度 35μm。 
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电气参数（正常情况下，环境温度为 25 ºC） 

符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位 

VOUT OUT输入电压 IOUT =5mA - - 5 V 

VOUT-BV OUT端口耐压 RSET 悬空 500 580 - V 

IOUT 输出电流 VOUT =10V 5 - 60 mA 

IDD 静态电流 RSET悬空 - 0.11 - mA 

VRSET RSET端口电压 VOUT =10V，IOUT =5mA 0.59 - 0.64 V 

Tsc 
电流负温度补偿（ME8608A） IOUT =5mA - 110 - ºC 

电流负温度补偿（ME8608B） IOUT =5mA - 130 - ºC 

典型性能参数 

    

输出电流与输入电压关系曲线
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静态电流随输入电压变化关系曲线
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ME8608A输出电流随温度变化曲线
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系统输入电压与输出电流关系曲线
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温度补偿 

如果 LED 灯过热的话，会降低 LED 的使用寿命。ME8608 具有过温保护功能，在芯片温度为 110℃时（ME8608B

芯片温度为 130℃时），输出电流将会自动减小，降低灯具内部温度。
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系统方案设计 
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图2.ME8608应用电路原理 

输出电流计算 

芯片的输出电流 OUTI 由RSET端口对地电阻值 SETR 决定，计算公式如下： 

SETR

OUT

OUT

V
=I  

其中， SETV 为RSET端口对地电压。 

效率设计 

应用电路的工作效率可由以下公式计算： 

in

OUTin

in

LED

LEDin

LEDLED

in

LED

V

VV
=

V

*Vn
=

*IV

*I*Vn
=

P

P
=η

-
 

OUT端口电压由串联LED灯个数n以及 inV 来决定， LEDinOUT nV-V=V 。 LEDV 为单个LED小灯的工作压降， inV 为

系统输入电压。由上式可看出，小灯个数n越大， OUTV 越小，效率越高。在系统设计中，需要根据应用调整OUT端口

电压，从而优化工作效率。 

LED串接灯数 

若 想 保 证 芯 片 正 常 工 作 ， OUT 端 口 电 压 需 保 证 OUT_MINOUT VV ＞ ， 芯 片 OUT 端 口 的 电 压 范 围 为

OUT_MAXOUT_MIN V~V 。因此，系统串联的LED灯数量范围为： 

LED

OUT_MINin

LED

OUT_MAXin

V

V-V
~

V

V-V

 

电容与电阻选择 

电容C1为电解电容；电容C2为抗干扰器件，可选择使用，建议容值大小为10nF/10KV；R1为系统放电电阻，建

议取值范围为510KΩ ~1MΩ 。 

电容C1能降低Vin的电压纹波，C1值越大，纹波越小，芯片OUT端口的电压纹波也越小。C1值与LED灯的总工作

电流有关：电流越大，C1的值就越大，一般取值范围为4.7uF/400V~22uF/400V，计算方法如下： 
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ΔV

t×I
=C

LED

1  

其中 LEDI 为流过LED灯的电流，其电流值等于芯片的输出电流 OUTI ；交流电源50Hz的情况下， 5ms=
f

1
×

4

1
=t ；

ΔV 为OUT端口的电压纹波。 

典型应用方案 

单颗芯片8W应用方案 
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图3. 单颗芯片应用方案 

图3.为ME8608交流电源应用的典型电路，输入交流电压范围为200V~240V；80颗LED串联在一起；Rset为22Ω 。 

带填谷电路的应用方案：8W 
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图4.带填谷电路（8W）应用方案 

在8W带填谷电路的应用方案中，输入交流电压范围为200V~240V；76颗LED灯串联在一起；Rset为22Ω 。 
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带填谷电路的应用方案：16W 

DB1

MB6S

●

●

220V~ M
E

8
6

0
8

O
U

T
 G

N
D

 R
S

E
T

1
2

3

Vin
LED1 LED76

R1

1M

C1

10uF

400V

R2

300R

3W

D

F1

M
E

8
6

0
8

O
U

T
 G

N
D

 R
S

E
T

1
2

3

Rset1 22R

Rset2 22R

LED1 LED76

76串2并

 

图5.带填谷电路（16W）应用方案 

在16W带填谷电路的应用方案中，输入交流电压范围为200V~240V；两条带有76颗LED的灯串并联在一起；Rset1

与Rset2均为22Ω 。 

低压应用方案 
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图6.低压应用方案 

 在低压应用电路中，输入电压频率为60Hz，电压范围为108V~132V；LED压降为9V，串联15颗；Rset为11Ω 。 

PCB布局建议 

在设计 ME8608 的 PCB 板时，需注意以下事项： 

（1）尽可能选用铝基板以达到良好的散热效果； 

（2）Rset 电阻的功率地线尽可能短，以减少 PCB 走线寄生电阻的影响，降低输出电流误差； 

（3）ME8608 芯片底部有散热片，在芯片内部已经连接到 GND 端口。在 PCB 板中，需将散热片连接到 PCB 的地；

建议芯片焊接在面积至少为 200
2mm 的铜箔散热的 PCB 板上、铜箔厚度 35μm。 
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封装信息 

● 封装类型: TO252-2 

 

参数 
尺寸 (mm) 尺寸 (Inch) 

最小 最大 最小 最大 

A 2.200 2.400 0.087 0.094 

A1 0.000 0.127 0.000 0.005 

b 0.660 0.860 0.026 0.034 

c 0.460 0.580 0.018 0.023 

D 6.500 6.700 0.256 0.264 

D1 5.100 5.460 0.201 0.215 

D2 4.830 REF. 0.190 REF. 

E 6.000 6.200 0.236 0.244 

e 2.186 2.386 0.086 0.094 

L 9.800 10.400 0.386 0.409 

L1 2.900 REF. 0.114 REF. 

L2 1.400 1.700 0.055 0.067 

L3 1.600 REF. 0.063 REF. 

L4 0.600 1.000 0.024 0.039 

Φ 1.100 1.300 0.043 0.051 

θ 0° 8° 0° 8° 

h 0.000 0.300 0.000 0.012 

V 5.350 REF. 0.211 REF. 
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● 封装类型: SOT89-3 

 

参数 
尺寸（mm） 尺寸（Inch） 

最小值 最大值 最小值 最大值 

A 1.4 1.6 0.0551  0.0630  

b 0.32 0.52 0.0126  0.0205  

b1 0.4 0.58 0.0157  0.0228  

c 0.35 0.45 0.0138  0.0177  

D 4.4 4.6 0.1732  0.1811  

D1 1.55(TYP) 0.061(TYP) 

D2 1.75(TYP) 0.0689(TYP) 

e1 3.0(TYP) 0.1181(TYP) 

E 2.3 2.6 0.0906  0.1023  

E1 3.94 4.4 0.1551  0.1732  

E2 1.9(TYP) 0.0748(TYP) 

e  1.5(TYP) 0.0591(TYP) 

L 0.8 1.2 0.0315  0.0472  

θ 45° 45° 
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● 封装类型: SOT223 

 

参数 
尺寸（mm） 尺寸（Inch） 

最小值 最大值 最小值 最大值 

A 1.5 1.8 0.0591  0.0709  

A1 0 0.12 0.0000  0.0047  

A2 1.45 1.75 0.0571  0.0689  

A3 0.85 0.95 0.0335  0.0374  

b 0.6 0.82 0.0236  0.0323  

c 0.24 0.35 0.0094  0.0138  

D 6.2 6.6 0.2441  0.2598  

D1 3.0(TYP) 0.1181(TYP) 

E 6.7 7.3 0.2638  0.2784  

E1 3.3 3.7 0.1299  0.1457  

e  2.3(TYP) 0.0906(TYP) 

L 0.9 1.15 0.0354  0.0453  

L1 1.75(TYP) 0.0689(TYP) 

θ 0 10° 0.0000  10° 

c1 0.25(TYP) 0.0098(TYP) 
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● 封装类型: ESOP8 

 

参数 
尺寸 (mm) 尺寸 (Inch) 

最小值 最大值 最小值 最大值 

A 1.350 1.700 0.053 0.067 

A1 0.000 0.120 0.000 0.0047 

B 1.27(Typ.) 0.05(Typ.) 

b 0.330 0.510 0.013 0.020 

c 0.9(Typ.) 0.035(Typ.) 

c1 1.0(Typ.) 0.039(Typ.) 

D 5.8 6.2 0.228 0.244 

D1 3.202 3.402 0.126 0.134 

E 3.800 4.000 0.150 0.157 

E1 2.313 2.513 0.091 0.099 

F 4.7 5.1 0.185 0.201 

L 0.675 0.725 0.027 0.029 

G 0.32(Typ.) 0.013(Typ.) 

R 0.15(Typ.) 0.006(Typ.) 
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°
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°
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 本资料内容，随产品的改进，可能会有未经预告之更改。 

 本资料所记载设计图等因第三者的工业所有权而引发之诸问题，本公司不承担其责任。另

外，应用电路示例为产品之代表性应用说明，非保证批量生产之设计。 

 本资料内容未经本公司许可，严禁以其他目的加以转载或复制等。 

 本资料所记载之产品，未经本公司书面许可，不得作为健康器械、医疗器械、防灾器械、

瓦斯关联器械、车辆器械、航空器械及车载器械等对人体产生影响的器械或装置部件使用。 

 尽管本公司一向致力于提高质量与可靠性，但是半导体产品有可能按照某种概率发生故障

或错误工作。为防止因故障或错误动作而产生人身事故、火灾事故、社会性损害等，请充

分留心冗余设计、火势蔓延对策设计、防止错误动作设计等安全设计。 


